Genel Bellek Modulii Takma
Yonergeleri

Q NOT: Bu belgede saglanan bilgiler, Donanim Kullanici Kilavuzunuzda saglanan
bilgilerin yerini almaktadir.

Sisteminizde en yiiksek performansi elde etmek icin, sistem belleginizi
yapilandirirken asagidaki yonergelere uyun.

Q NOT: Bu yonergelere uymayan bellek yapilandirmalari sisteminizin baslatiimasini ve
video ¢ikigl Gretmesini engelleyebilir.

* Doldurulan tiim bellek yiikselticisi 6zdes yapilandirmaya sahip olmalidir.
* Her islemcinin bellek yapilandirmasi ideal performans i¢in benzer olmalidir.

*  Farkli boyutlardaki bellek modiilleri karisik olarak kullanilabilir (6rnegin, 2 GB
ile 4 GB). Doldurulan tiim kanallarin ayn: yapilandirmalara sahip olmasi
gerekmez. Karisik bellek yapilandirmalart N+/-1 boyutunda olmalidir.

* Bellek hiz1 islemci selesine baglidur.

* Eger ii¢ dereceli modiiller, tek ya da ¢ift dereceli modiillerle birlikte karma
olarak kullanilirsa, ii¢ dereceli modiiller beyaz serbest birakma kollu soketlere
monte edilmelidir.

*  Farkli hizlara sahip bellek modiilleri takildiysa, bunlar takili olan en diisiik hiza
sahip bellek modiillerinin hizinda calisir. Bellek hizlar1 ayni1 zamanda islemci
selesine baglidir.
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